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3DIGI Bauanleitung

Zunachst einmal herzlich willkommen beim Projekt 3Digi Nachbau. 3Digi (gesprochen
ThreeDigi) ist eine elektronisci&abilisierung fir paddellose R{&licopter und aus einem
Hobbyprojekt entstanden.

Das Projekt 3Digi und diese Anleitung richten sich an ambitionierteFhtigdjer, die vielleicht
schon ein wenig Praxis im Nachbauen von Elektronikbausatzen haben und die
Flugeigenschaften ihres Helis verbessern méchten. 3Digi ist keine Anfangerflughilfe, die den
Heli in kritischen Situationen wieder gerade richtet!

Fur das Konfigurieren und Einfliegen der Elektronik werden auf3erdem Erfahrungen im
Betrieb und Fliegen von Rélicoptern vorausgesetzt. Fur Anfanger ist es eher weniger
geeignet!

Warnung: Beim Aufbau und dem Einstellen der Elektronik muss mit duRRerster Sorgfalt
vorgegangen werden. Nur eine schlechte Lotstelle oder eine falsche Einstellung kénnen dazu
fuhren, dasgler Heli unkontrollierbar wird und abstuirzt.

Es kann keinerlei Haftung fir etwaige Schaden beim Betrieb von 3Digi Gbernommen werden!
Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr und Rechnung!

Die Software und die dazugehorige Dokumentation, Abbildungen uder ®eile davon
darfen nicht ohne meine ausdriickliche Einwilligung kopiert, auf Webseiten veréffentlicht
oder kommerziell genutzt werden.

27.09.2014
Dirk Schmidt

ThreeDigi@aol.com
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ZusammenbawBDigi Reloaded

Allgemeine Tipps

Im Fdgenden werden einige Tipps fur den Zusammenbau der Elektronik gegeben. Falls
jemand bereits Uber Kenntnisse auf diesem Gebiet und Uber das benétigte Equipment
verfugt, kann er das Kapitel iberschlagen.

Beim 3Digi werden u.a. verschiedene SBiuteile vervendet. Wer noch keine Erfahrung
mit der Verarbeitung solcher Komponenten hat, sollte sich zunachst einmal im Internet in
das Thema einlesen.

Empfehlenswerte Links sind z.B.:
http://www.elv-downloads.de/downloads/journal/sm@nleitung.pdf
http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD L%C3%B6ten

Wenn man sich nicht sicher ist, die Aufgabe bewaltigen zu kdnnen, sollte man vielleicht
einen Freund oder Bekannten zur Hilfe nehmen. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn
hinterher die Fehlersuche losgeht, weil z.B. beim Léten ein teures Bauteil zepslkér
irgendwo eine Lotbriicke vorhanden ist, die einen Kurzschluss verursacht!

Folgende Werkzeuge und Hilfsmittel sollten unbedingt vorhanden sein:
1 Elektroniklotkolben (ca. 25W) oddbtstation mit feiner Spitze
I Loétschwamm o.a. zum Abstreifen des Lotlenld
1 Ifeines I_A('jtzinn,A Durchn:less,er O,5vmm (fUr den I—!obbybergich is} bIeihaJtiges A
SYLWFSKf SyagSNux RIFI Sa aAOK 0S38aSNJ USNI ND S
AG 0,509
f CtdzaayYAldasSt o671 . & wSAOKStE (G . SadasSttyNWP acC]
1 Entlotlitze (z.B. ReicheltBestéINJ>» a9 b ¢[ m¢[ L¢ %9 nnao
I Eine feine Pinzette
1 Multimeter
Folgendes ist noch empfehlenswert:
9 Eine Lupe (zum Lo6ten und/oder Kontrollieren der Lotstellen)
1 Entlétsaugpumpe

T tfFGAYSYNBAYAISNI 6T . & Y2yl 1d [wX wSAOKS
Platne nach dem Ldéten

9 Labornetzgerat mit Strombegrenzung

Wichtiger HinweisBitte auf keinen Fall Lotfett als Flussmittel verwenden! Lotfett enthalt
Sauren, l6st den Lotlack auf und zerstért dadurch die Platine!



http://www.elv-downloads.de/downloads/journal/smd-anleitung.pdf
http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten
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Die Bauteile werden teilweise in kleinen, blesfteten Tlten oder, wie oben zu sehen,
einzeln auf ein Blatt Papier geklebt, geliefert. Manche der Bauteile (z.B. Kondensatoren) sind
nicht selbst beschriftet und kénnen nicht unterschieden werden. Daher sollten diese erst
unmittelbar vor dem Einléten auder Verpackung oder vom Blatt genommen werden.

Farben und Beschriftungen der Bauteile kdnnen sich leicht unterscheiden. So ist es z.B.
madglich, dass Widerstande mit 8der 4stelliger Beschriftung, in Schwarz oder blau, usw.
geliefert werden.

Informationen zur Beschriftung von SMDiderstanden sind zum Beispiel hier

http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand (Bauelementk ¥ ! 6 aOKYy A G4 o-! y3F06S

2 ARSNEGONYRSyYya 1 dz ¥ kayinRiBafi dler Wert audoh Srit THfé &@ifeb  f
Multimeters nachmessen.



http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
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Platine
Die Platine wird in der in der folgenden Abbildung zu sehenden Form ausgeliefert.
Abgebildet sind Vordewund Riickseite der Platine.

o NIt

NI Eceo0

Im Gegensatz zum Vorganger besteht die aktuellgi3@ersion nur noch aus einer Platine.
Diese muss daher nicht mehr wie beim Vorganger getrennt und bearbeitet werden.

Die Platine besteht jetzt aus 4 Lagen. Dadurch war es moglich, die Bauteile beim Layout
enger zueinander zu platzieren und das Gaktamapakter zu gestalten.

Die einzelnen Pads und Kontakte sind nicht mehr verzinnt, sondern vergoldet. Beim
+SNI AyySy SyidaidlyRSYy IdzF RSy tlIRa {1ftSAyS al
Positionieren insbesondere der ICs schwieriger gemacht. Mit degoldeten Pads fallt

dieses nun leichter.

Bestiickung

Nachfolgend befinden sich schematische Abbildungen der Platinen mit und ohne
Masseflachen, Fotos der bestiickten Platine und eine Liste der Bauteilbezeichnungen. Mit
diesen Informationen kann die Platinechon weitgehend bestickt werden. Spezielle
Hinweise zu bestimmten Bauteilen erfolgen dann danach noch.

Achtung Auf den Fotos der bestlickten Platine ist am oberen Rand epwige JSBuchse
zu sehen. Diese ist zuoptionalen Bestiickung vorgesehen untlegt dem Bausatz
normalerweise nicht bei!
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Platine Oberseite

Platine Unterseite
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Platine Oberseite mit Masse

CON3

PAD]

TTTTY
AhAd

M

L
Tt

card IN




3DiIGI Bauanleitung

Oberseite bestiickt
Rot markierte Buchse optional
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Unterseite bestickt




3DIGI Bauanleitung

Bauteilliste

Bauteil Wert Bauform
R1 2 ARSNERUGFYR w wuXT{ K|/0603
R2, R3 2 ARSNadGFYR w mnnK [0603
R4, R5, R6, R7, R8 2 ARSNadGFYR w mnl K [0603
R9 2 ARSNAGFYR w M1 K 0603
C1, C2 Kondensator C 22pF 0603
C3 Kondensator C 2,2nF (50V) 0603
C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 Kondensator C 100nF 0603
C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18 | Kondensator C 10pF 0805
LED1 LED Griin 0805
LED2 LED Rot 0805
Q1 Quarz 12MHz 3,2x2,5
IC1 STM32F103RCT6 QFP64
IC2 Sensor MPL5000 QFN24
IC3 Spannungsregler LM2937 SOT223
SD1 MicroSD Slot -
AulRerdem:

1 RCsStiftleiste
1 2xJST ZH Buchse@lig
1 1xJST ZH Buchsedlig, 4poliges Anschlusskabel

Grundsatzliches Vorgehen

Die Reihenfolge beim Einl6ten ist im Prinzip egal. Allerdings sollte man darauf achten, dass
ein bereits eingebautes Bauteil nicht das Einltégmes anderen behindert. Héhere Bauteile,

wie z.B. die JST Buchsen und die Stiftleisten, sollten daher ganz zum Schluss eingelttet
werden.

Bei dem Einl6ten von Widerstanden und Kondensatoren folgendermaf3en vorgehen:

1. Eine der beiden Kontaktflachen mit eileik wenig Lotzinn versehen.

2. Das Bauteil mit einer Pinzette gerade und mittig auf den beiden Kontaktflachen
positionieren und festhalten.

3. Die vorverzinnte Kontaktflache mit dem Lotkolben erwdrmen. Das Bauteil sinkt jetzt
auf die Kontaktflache ab und kannaloki evtl. noch mit der Pinzette etwas
verschoben werden. Bauteil festhalten, bis das Lo6tzinn erkaltet ist.
Die Bauteile mussen nicht 100%ig gerade positioniert werden. Wichtig ist jedoch,
dass keine anderen Kontaktflachen berUhrt werden, da es sonshemefurzschluss
kommen konnte.

4. Die andere Kontaktflache mit etwas Lotzinn verloten.
5. Die erste Kontaktflache noch mal mit etwas mehr L6tzinn nachloten.

10
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IC1 STM32
Bei IC1 ist bei der Montage auf die Orientierung zu achten.

€ Domrad g
PEERRTT LAY

Der IC verfugt tUber ¥ertiefungen in gegentuberliegenden Ecken. Er muss so positioniert
werden, dass sich die etwas tiefere der beiden in der oberen linken Ecke befindet (siehe
NREGSNI YNBAAOD® ' f&4 6SAGSNBE hNASYOGASNHzy3 1IYyYy
in der rediten oberen Ecke befinden muss.

Bei vielbeinigen ICs zunachst nur einen, dann zwei gegeniberliegende Pins anpunkten. Falls
dabei die Position nicht stimmt, kann man jetzt immer noch eine Loétstelle erhitzen und den
Chip verschieben. Dabei darauf achten,d&sine Pins verbogen oder abgebrochen werden!

Wenn die Position stimmt, alle Pins verléten. Dabei keinen vergessen!

Falls dabei mal etwas zu viel Lotzinn verwendet wird oder eine Lotbricke entsteht, so kann
das Uberflissige Lotzinn sehr gut mit der Editite wieder entfernt werden. Dafir wird die
Litze mit dem Lotkolben einen Moment lang auf die entsprechende Stelle gedriickt, bis das
L6tzinn schmilzt. Die Litze saugt dann das Uberfllissige Lot wieder auf.

Falls das Létzinn nach ca54sekunden noch niclgeschmolzen ist, kann es sein, dass der
Lotkolben zu wenig Leistung hat oder auf eine zu geringe Temperatur eingestellt ist. Hier
sollte man dann abbrechen, da sonst die ICs zu sehr erwarmt werden und Schaden nehmen
koénnten.

11
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IC2Sensor MPLB000

Beim Sasor auf die Einbaurichtung und genaue Positionierung achten. Der Sensor verfugt
an der Oberseite Uber einen kleinen Punkt (siehe roter Kreis). Dieser ist auf dem Foto rechts
oben zu sehen. Auf der Platinengrafik ist an dieser Stelle ein Schragstricheny ap den
anderen Ecken Winkel.

Beim Einl6ten des Sensors hat sich folgende Methode als empfehlenswert herausgestellt.
Zunachst Lotpads und Sensor mit Flussmittel benetzen. Dann den Sensor genau uber den
Lotpads platzieren. Auf parallele Ausrichtung = dPlatinenkanten achten. Den Sensor so
fixieren (z.B. vorsichtig mit einem Finger festhalten) und mit dem Lo&tkolben und etwas
Lotzinn eine Ecke fixieren. Dann nochmals genau die Lage Uberprifen. Kontakte des Sensors
und Lotpads missen wirklich genau Gbesnder liegen. Falls dies nicht der Fall ist, kann die
angepunktete Ecke mit dem L6tkolben nochmals warm gemacht und der Sensor verschoben
werden.

Wenn alles OK ist, die gegenuberliegende Ecke ebenfalls mit Létzinn fixieren.

Jetzt nochmals reichlich Flussmittel auf die Kontakte geben. Etwas Lo6tzinn an den Lotkolben
machen und dann mit der Lotkolbenspitze und dem Lo6tzinn einfach mehrmals Gber die
Kontakte (eine der nicht angepunkteten Seiten nehmen) hin und her streichen.dlsnK

sollte dabei eine Temperatur von ca. 3380° haben. Durch das Flussmittel verteilt sich das
L6tzinn in der Regel sehr gut auf den Kontakten. Es macht jetzt noch nichts, wenn mehrere
Kontakte durch Lotbricken verbunden sind. Das uberflissige Lotzidndann einfach mit
Entlotlitze (Litze auf die Kontakte halten und mit dem heil3en Lotkolben andriicken)
abgesaugt. Jetzt die Kontakte mit einer Lupe Uberprifen und gegebenenfalls den Vorgang
wiederholen.

Mit den anderen Seiten des Sensors ebenso verfahren

12
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Achtung Zwischendurch, z.B. nach jedem Anl6ten einer Seite, dem Sensor immer wieder ein
paar Minuten Zeit zum Abkuhlen geben!

LED1 und LED2

Die LEDs missen polrichtig eingebaut werden. Auf der Unterseite der Leds befindet sich ein
kleines Dreieck. Bses muss, wie auf dem Foto oben zu sehen, nach links zeigen.

13
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Quarz 12 MH3,2x2,5

. i

TN

Im nachsten Schritt wird der Quarz eingelotet. Der Quarz hat eine langere Seite und ist nicht
quadratisch. Daher ist darauf zu achten, dass die langere Seite parallelozeran
Platinenrand platziert wird.

Da die Kontakte des Quarzes sich an der Unterseite befinden, sollte man am besten
folgendermal3en vorgehen. Zunachst eines der Pads mit etwas L6tzinn versehen. Dann den
Quarz mit Hilfe einer Pinzette mittig auf die Lddigasetzen. Mit dem Lotkolben das mit dem
Lotzinn versehene Létpad erhitzen. Die Pads sind grof3 genug, dass der Létkolben neben den
Quarz gehalten werden kann. Einen Moment warten, bis das L6tzinn komplett geschmolzen
ist, auch unter dem Quarz. Dann den Ka@lben wegnehmen und das Lo6tzinn abkihlen
lassen.

Jetzt die Position des Quarzes Uberpriufen. Wenn diese noch nicht OK ist, kann die eine
Létstelle nochmals erhitzt und der Quarz verschoben werden.

Zum Verl6ten der restlichen Kontakte den Lotkolben auf Bad neben den Quarz halten.
Das Létzinn an den Ubergang vom Lotkolben zum Pad halten. Das Lo6tzinn sollte sich dann
auf dem Pad verteilen und auch unter den Quarz laufen.

Bei allen den Verlétungen hier nicht mit Flussmittel sparen. Das Létzinn verlauft dami
bedeutend besser.

14
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SD1MicroSD Slot

Den SD Kartenslot so auf die auf die Pads setzen, dass er gerade ausgerichtet ist und alle
Kontakte in etwa zentriert sind. Den Slot an ein oder zwei Kontakten anléten und die
Ausrichtung nochmals prifen. Wenn all@K ist, die restlichen Kontakte verloten.

Manche Kontakte kann man mit der Lotspitze etwas schlecht erreichen. Hier reicht es, den
Lotkolben an den Pad zu halten und mit Lotzinn zu verzinnen. Das Létzinn verlauft dann
automatisch bis zum Kontakt. Evtl. rativas Flussmittel nachhelfen.

15
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RC Stiftleiste

el i
g T

Die RC Stiftleisten missen zunachst fur den Einbau vorbereitet bzw. geteilt werden. Es
werden Teilstiicke mit zwei mal 2 Reihen und einmal 4 Reihen bendtigt (siehe Foto).

Die Stiftleisten dann nacheinander dhe Platine einstecken, gerade ausrichten (die Stifte
haben in den Lochern ein klein wenig Spiel) und an ein oder zwei Stellen leicht anl6ten. Die
Ausrichtung noch einmal kontrollieren und dann endguiltig einl6ten.

Die Pads zwischen den Stiftleisten dierzerm AnlGten eines dickeren Kabels fir die Servo
Stromversorgung (Powerbus). Auf dem Pad auf der Oberseite (siehe Foto oben) wird das
Pluskabel angelétet, auf dem an der Unterseite das Minuskabel. Da der Platz um das obere
Pad etwas eng ist, empfiehlt esclsj das Kabel evtl. vor dem Bestlicken der Stiftleisten
anzuléten.

16
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JST ZH Buchsen

Hab 408,
g T

Die zwei 3er JST Buchsen am unteren Rand und die 4er JST Buchse am linken Rand einl6ten.
Auch hier die Buchsen zunachst ausrichten, an punkten und die Position Uberpriden
dann endguiltig einloten.

Die Buchse am oberen Rand kann optional besttickt werden. Normalerweise kann hier ein im
Gehéause befindliches Bluetooth Modul HCO6 direkt ohne Buchse angeschlossen werden. Es
ist aber auch mdoglich, die Buchse zu bestiicken unditseinen externen Anschluss zu
ermoglichen.

17
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Anschlisse

T

DrehzahiEingang

CON3

CEEE T R XN F X T > m

Stiftleiste rechte Seite:
Blau markierte Pins rechts: GND/Masse
Rot markierte Pins in der Mitte: Externe Spannungsversorgung vom BEC

Orange marierter Pin Mitte unten: 3,3V Ausgang zur Spannungsversorgung eines
Drehzahlsensorgdier darf keine externe Spannung angeschlossen werden!
Gelb markierte Pins links: Servo Ausgange
Von oben nach unten:
Heck
Regler/GasServo
K4 Taumelscheibe
K3Taumelscheibe
K2 Taumelscheibe
K1 Taumelscheibe

Zweite PinReihe von unten: REingang (PPM, serielle Protokolle)

Untere PinReihe: Anschluss fiir Drehzahlsensor. Der Sensor wird vom mittleren Pin mit
einer Spannung von 3,3V versorgt.
Buchse linker Rand (seelle Verbindung):

VVon oben nach unten:

RXD
TXD
GND

18
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3,3V (Spannungsversorgung fir angeschlossenes Modul, z.B. Bluetooth)

Buchse oberer Rand (Spezial Port, serielle Verbindung):
Vonlinks nach rechts
3,3V (Spannungsversorgung fir angeschlossenes Man&ulBluetooth)
GND
TXD
RXD

Buchsen unterer Rand (links Spektrum Master, rechts Spektrum Slave):

Von links nach rechts:

3,3V
GND
RXD

Test vor Inbetriebnahme

Bevor die komplette Einheit in Betrieb genommen wird, sollten noch ein paar Tests
durchgeftihrt werden.

)

- - - - ssfssssssmsEsdEanEEEs RS RRNRERRE N

CON3

StromversorgungZunachst wird die Stromversorgung auf Funktion gepruft. Dazu an den auf
dem Photo mitvi, bezeichneten Pin den Pluspol einer Testspannungsquelle anschlief3en.

Testspannungsquelle ist idealerweise ein Labornetzgerat (falls daran eine Strombegrenzung
vorhanden ist, diese zunachst auf ca. 200mA einstellen). Wenn dieses nicht vorhanden ist,
geht z.B. auch ein kleinererzlliger Empfangerakku. Die Eingangsspanrdarf zwischen

5V und 9V betragen.

Den Minuspol an den miGNDbezeichneten Pin anschlie3en. Die beiden Plusl Minus
Pole dirfen nicht vertauscht werden. Ein Verpolen fihrt zur Zerstérung der Schaltung!

19
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Zwischen dem miB,3V bezeichneten Pin un@&nd sollte jetzt mit dem Multimeter eine
Spannung um 3,3V zu messen sein. Diese Spannung muss konstant bleiben, wenn die
Eingangsspannung zwischen 5V und 9V verandert wird.

Im Idealfall hat nach dem Anschluss der Testspannung der 3Digi bereits zu blinken
begonnenZunachst sollte die griine LED langsam blinken fur-8aS&kunden. Dann fir ca.

5 Sekunden etwas schneller. Da noch keirER(pfanger angeschlossen ist, geht dann die
rote LED an und die grtine blinkt 2 mal in Intervallen.

Wenn ein Problem mit dem Sensoesteht, geht die rote LED an und die grine blinkt 4 mal
in Intervallen.

TIPP Den Spannungstest kann man bereits durchfiihren, bevor die Pinleisten eingel6tet sind.
Daflr eines der Pinleistenstickecker in die entsprechenden Locher schieben. Beim Testen
die Pinleiste evtl. etwas verkanten, damit sicherer Kontakt gewahrleistet ist. Der Vorteil
dabei ist, dass die Pinleiste nicht im Weg ist, falls man nach dem Test doch noch irgendein
Bauteil nachléen muss.

Wenn diese Tests erfolgreich abgeschlossen worden sind, steht der ersten Inbetriebnahme
nichts mehr entgegen. Im Terminalprogramm sollte dann noch die Funktion des Sensors und
der Flugdatenspeicherung udberpruft werden. Dazu bitte in der Bediesamgitung
weiterlesen.

Gehause

Das Gehéause verfugt Uber 2 Lichtdurchlasse fiur die beiden LEDs. Damit das Licht optimal
nach auf3en geleitet wird, werden dafir 2 kurze Stiicke Acryl in das Gehause eingelassen.

Bendtigt werden zwei kurze Stlicke Acrylstaim xa. 5 bis 5,5mm Lange mit rechtwinkligen
und glatt geschliffenen Schnittflachen.

Dazu zunéachst eine Seite des dem Gehause beigelegten Acrylstabes glatt und winkelig
schleifen. Dann ein ca. 6mm langes Stiick abschneiden und anschlie3end auf die passende
LAnge schleifen. Je glatter die Schnittflachen sind, desto besser wird das Licht spater durch
geleitet.

In den Lochern flr die Stabe befindet sich meist noch ein wenig Pulver vabnu@R. Daher
die Locher mit einem 2mm Bohrer oder, falls nicht zur Hand,emier der beiliegenden
2mm Schrauben reinigen und aufweiten.

20
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Die Stabe dann in die Lécher einflhren. Sie sollten dann, wenn sie bundig mit der Oberflache
sind, bis knapp Uber die LEDs reichen. Das Gehduse daher testweise mit der Platine
zusammensetzen uhden Deckel aufsetzen. Wenn die Stabe zu lang sind, driicken sie sich
beim Aufsetzen des Deckels nach oben heraus. Dann die Stabe evtl. noch etwas kirzen.

Normalerweise halten die Stabe schon von selbst recht gut in den Léchern. Wenn nicht, kann
man diesenoch zusétzlich von innen mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber sichern.

Das Gehause verflugt Uber vorbereitete Aussparungen fir das Powerbuskabel und fir die
optional zu bestiickende JST Buchse. Die Aussparungen muissen bei Verwendung noch
freigebohrt ode geschliffen werden.

Falls sich die in das Gehause eingesetzte Platine noch horizontal verschieben lassen sollte,
kann diese an ihren Randern evtl. noch mit einem oder mehreren Streifen Tesa versehen
werden. Die Platine muss anschlielRend wackelfrei iméGsh sitzen!

Die Gehauseschrauben mit Gefuihl eindrehen. Die langeren auf die Seite der Stiftleiste.

Status LEDs

3Digi zeigt verschiedene Betriebszustande durch unterschiedliches Blinken der roten und griinen LED
an.

heil3t LED an
1 heil3t LED aus

Mehrere, oder! direkt hintereinander bedeutet, dass die LED eine entsprechend langere Zeit an
oder aus ist.

LED griin LED rot Zustand

11 11 11111111
5 s

Initialisierung, langsames Blinken Griin; Sensoren werdé
geprift und der Nullpunkt ermittelt

Initialisierung, schnelles Blinken Griin; Gerat wartet auf
Signal

,,,,,,,, InitialisierungOK; normale Funktion

,,,,,,,, s Normale Funktion, WatchdeBeset in Betrieb erfolgt

,,,,,,,, L Normale Funktion , BrownOWResetim Betrieb erfolgt;
schlechte Spannungsversorgung

,,,,,,,, Firmware Update wurde durchgefiihrt. Den 3Digi mit der
TerminalProgramm verbinden, um den Vorgang
abzuschlieen und evtl. Einstellungen anzupassen.

,,,,,,,, Fehler, RC Einganght erkannt

,,,,,,,, Fehler, éhlerhafte Parameteim Speicher oder falsche
Software Version; Setup Reset mit Terminal durchfihrer

,,,,,,,, Fehler, Sensor nicht OK; 3Digi wahrend der Initialisierun
bewegt oder Sensor defekt

R trrrrrns Warten auf GPS Fix

N trriritd GPS Fix erhalten
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Bluetooth Modul HC06

Das Gehause des 3Digi Reloaded ist so ausgelegt, dass dort zuséatzlich ein Bluetooth Modul
HCO06 eingebaut werden kann. Dafur existieren im unteren Geh&usetsithiedene Stege,
die das Modul nach dem Zusammenbau des Gehauses an seinem Platz halten sollen.

In das Gehause passt nur das reine BT Modul. Meistens ist das HCO06 mit verbundener Platine
fur die Spannungsversorgung und Stiftleiste fur den externen use zu kaufen. Diese
Kombination ist zu grol3 fir den Einbau in das Geh&ause! Zwingend notwendig ist die auf dem
anschlieBenden Foto zu sehende Variante.

Die bendtigten Anschliisse am HC06 Modul sind folgendermal3en belegt.

Markierte Anschliisse am unten Rand
Vonlinks nach rechts

TXD
RXD
3,3V
GND
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Das Bluetooth Modul muss mit dem Spezial Port des 3Digi verbunden werden. Das Modul
sollte sich dann etwa an der Stelle befinden, wie auf dem obigen Foto zu sehen ist. Das
Modul befindet sich dann an deichtigen Stelle flir die Aussparungen im unteren
Gehéauseteil.

Zwischen Modul und 3Digi sollte man etwas Schaumstoff oder Polsterklebeband einfligen.
Dadurch wird einerseits gesichert, dass beide Platim@reinander isoliertsind und
andererseits das BT Matan seiner Position gehalten, ohne dass es im Gehause wackelt
oder vibrieren kann.

Beim AnschlieRen sind RXD und TXD zwischen 3Digi tMddBiT zu kreuzen!

Wenn man ein HC06 Modul verwendet, existieren dafir im 3DigiR Terminal 2 spezielle
Menueintrage.

Mit dem einen lasst sich das Modul mit den fur die Kommunikation mit dem 3Digi passenden
Parametern initialisieren. Eine manuelle Vorbereitung und Initialisierung des Moduls vor
dem Einbau in den 3Digi ist daher in der Regel nicht n6tig.

Die Initialisieruy &ndert die Baudrate auf 115200 8N1, den Debide YSYy @2y ol / nc &
a05A3A. ¢4 dzyR RAS tAYy I dzZF amMHONA®

Mit dem anderen Menueintrag lasst sich die-Bih des Moduls andern.

Falls man ein HCO5 Modul verwendet, funktionieren diese Menus nicht! Dieses ningss da
vor dem Einbau mit den entsprechenden Parametern initialisiert werden.
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Auf dem obigen Foto sieht man nochmal ein mit dem 3DigiR verkabeltes BT Modul. Hierbei
ist die Variante mit externer Spezial Port Buchse verwendet. Man kann das BT Modul also
auchauf3erhalb des Gehéuses platzieren und bei Bedanfiaeh abstecken.

TIPP HCO5 und HCO06 Module sind aulRerlich baugleich, von der Hardware her also nicht zu

dzy i SNEOKSARSY® LY 2S8NJTdaidlyR YSt RSy RAS&S a
al / nc &Bluétédth Bystem des Rechners an. Damit kann man diese also evitl.

unterscheiden.
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ZusammenbaBDigi USBModul

Dieses Kapitel beschreibt den Zusammenbau des 3DigMd88&ls.

Fir das Verloten der einzelnen SMD Bauteile gelten analog die Tipps, die im &apitel
3Digi Reloaded gegeben worden sind.

Platinensatz
Die Platine wird in der in der folgenden Abbildung zu sehenden Form ausgeliefert.

Bestlickung

Platine Obeseite
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Platine Unterseite
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Platine Oberseite mit Masse
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Platine Unterseite mit Masse
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Oberseite bestiickt

Unterseite bestickt
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